














专利名称(译) 超声三维成像探头

公开(公告)号 CN202218880U 公开(公告)日 2012-05-16

申请号 CN201120268498.1 申请日 2011-07-27

[标]申请(专利权)人(译) 深圳市恩普电子技术有限公司

申请(专利权)人(译) 深圳市恩普电子技术有限公司

当前申请(专利权)人(译) 深圳市恩普电子技术有限公司

[标]发明人 古伦勇

发明人 古伦勇

IPC分类号 A61B8/00

代理人(译) 李新林

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本实用新型涉及超声波探头，公开了一种超声三维成像探头，包括一底
座，该底座上方设置有一容置槽、中心设置有一圆孔；一水平轴接在所
述容置槽内的超声波二维阵列探头，该超声波二维阵列探头的工作方向
设置为与其摆动的轴向平行；和一固定在底座上的电机，该电机的输出
轴上固定有一带柄的枢接圆盘，该枢接圆盘的柄部稍小于底座的圆孔盘
面大于所述圆孔，圆盘的柄部穿过圆孔固定在电机的输出轴上，该枢接
圆盘的盘内侧边设置有一枢接孔，所述超声波二维阵列探头底部的中心
处轴接有一与所述枢接孔枢接的枢接臂。本实用新型具有简单可靠、工
作时震动小、工作时噪音小、采集数据均匀、可快速准确的进行三维超
声图像的采集的优点。
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http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN202218880U

